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Chipmodul, Chipkarte und Verfahren zu deren Herstellung 

Beschrieben wird ein Chipmodul mit einern Modultra- 
ger mit mindestens einer elektrischen Kontaktflache auf 
einer Seite des Mod u It rage rs und mindestens einem elek- 
trischen Bauteil auf der gegenuberliegenden Seite des 
Modultragers. Im Modultrager befinden sich Durchbre- 
chungen fur Kontaktierungen der Kontaktflache und des 
Bauteils. Auf der das Bauteil aufweisenden Seite des Mo- 
dultragers ist mindestens eine Kontaktbrucke angeord- 
net, welche an ihren beiden Enden durch Durchbrechun- 
gen im Modultrager hindurch mit der Kontaktflache ver- 
bunden ist. Das Chipmodul wird zur Herstellung einer 
Chipkarte ineinen Chipkartenkorper eingesetzt, wobei die 
Kontaktbrucken die elektrischen Kontaktflachen mit ei- 
nem Bauelement im Chipkartenkorper verbinden. Diese 
Technik kann insbesondere bei der Herstellung von "Dual- 
Interface-Karten" eingesetzt werden, um einen Kontakt 
zwischen den Kontaktflachen bzw. dem Bauteil des Chip- 
moduls mit cinem im Chipkartenkorper befindlichen In- 
terfacebauelement zur kontaktlosen Datenubertragung zu 
erzeugen. 
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Beschreibung 

Die vorliegendc Erfindung betrifft ein Chipniodul mil ei- 
nem Moduli rager mil niindesiens einer elekirischen Kon- 
taktflache auf einer Seiie des Modultragers, niindesiens ei- 
nem elekirischen Bauteil auf der gegenuberliegenden Seite 
des Modultragers und Durchbrechungen fiir die Kontakue- 
rung der Kontaklflache und des Bauteils. Weiterhin betrifft 
die Erfindung eine Chipkarte mil niindesiens einem solchen 
Chipmodul. wobei die elektrische Kontaktflache des Chip- 
moduls mit einem Bauelement im Chipkartenkorper verbun- 
den sind. AuBerdem bezieht sich die Erfindung auf Verfah- 
ren zur Herslellung des Chipmoduls und der Chipkarte. 

Bei den meisten Lesegeralen findet ein Datenaustausch 
mil der Chipkarte iiber Kontaktflachen statt, welche sich au- 
Ben auf der Chipkarte befinden. Daruber hinaus gibt es aber 
auch Lesegerate, welche mil einer kontakdosen Datenuber- 
tragung arbcitcn. Hicrzu wcist die Chipkarte in ihrcm Chip- 
kartenkorper ein entsprechendes Bauelement zur kontaktlo- 
sen Dateniibertragung auf, beispielsweise eine Antenne 
bzw. eine Antennenspule. Je nachdem in welchen Lesegera- 
len eine Chipkarte gelesen werden soil, muB diese folglich 
mil dem entsprechenden Interface, das heiBt entweder mil 
Kontaktflachen oder mit einer Antenne ausgesiattet sein. 

Um eine Chipkarte in Verbindung mil verschiedenen Ty- 
pen von Lesegeralen einsetzen zu konnen und so den Ein- 
satzbereich zu erweitem, werden sogenannte Dual-Inter- 
face-Karten hergestellt, die sowohl die auBenliegenden 
Kontaktflachen als auch ein parallel dazu geschaltetes Inter- 
facebauelement zur kontaktlosen Ubertragung aufweisen. 

Die auBenliegenden Kontaktflachen befinden sich in der 
Regel auf der AuBenseite eines sogenannten Chipmoduls, 
welches auf der gegenuberliegenden "Innenseite" ein elek- 
trisches Bauteil, das heiBt den eigentlichen Chip, tragt. Der 
Chip wird mil den Kontaktflachen durch den Modultrager 
hindurch konlaktiert. Die Kontaktierung erfolgt iiblicher- 
weise im Bondingverfahren. Dabei werden feine Drabte von 
den Kontakten des Chips durch Durchbrechungen im Mo- 
dultrager hindurch zu den Kontaktflachen gezogen. Bei der 
Herslellung einer Kane, welche nur einen Datenauslausch 
iiber die Kontaktflachen ermoglicht, wird dieses fertige 
Chipmodul beispielsweise in einen Chipkartenkoiper aus 
KunststofT mit einer entsprechenden Vertiefung eingeklebt. 

Da fiir eine Antennenspule oder ein ahnliches Bauele- 
ment zur kontaktlosen Daienubertragung eine vergleichs- 
weise groBe Flache benoligt wird, ist eine Unterbringung im 
Chipmodul nur bedingt moglich. Derartige Bauelemente 
werden daher in dem Chipkartenkorper untergebrachl. Beim 
Einbau des Chipmoduls muB dann eine einwandfreie Kon- 
taktierung zwischen dem Chipmodul bzw. dem Chip und 
den Kontaklen des Interfacebauelements gewahrleistet wer- 
den. Bei der Herslellung von Dual-Interface-Karten muB 
entsprechend dafiir gesorgt werden, da£ sowohl eine Kon- 
taktierung des Chips zu den Kontakt flachen als auch zum In- 
terfacebauelemeni im Chipkartenkorper erfolgt. 

Zur Kontaktierung des Chipmoduls mit dem Interface- 
bauelement im Chipkartenkorper verwendet man spezielle 
Module, die im Unterschied zu den herkommlichen Modu- 
len auf der Innenseite zusatzliche Leiterbahnen fur die Kon- 
taktierung des Moduls bzw. des Chips mit dem Interface- 
bauelement aufweisen. Diese Leiterbahnen werden mil 
Bonddrahien mil den Kontakten des Chips verbunden und 
haben jc ein freises Endc, fur die Kontaktierung mil dem In- 
lerfacebauelcment. 

Diese Art der Kontaktierung wird auch als Flip-Chip- 
Technologie bezeichnel (siehe "Lexikon Elektronik und Mi- 
kroelektronik n . 2. Auflage, VDI-Verlag 1993, S. 330). Um 
eine sichere elektrische Kontaktierung zu erreichen, werden 
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sogenannte "Ball Bumps" verwendet. Dazu wird ein Drahl 
an eines der Bauleile angebondet und beispielsweise durch 
Erhohen des Bondslromes abgeschmolzen oder abgerissen. 
Dadurch enisle hi eine elektrisch leitende Erhohung, die sich 
5 beim Aufeinandersetzen der Bauleile in eine Kontaktstelle 
des gegenuberliegenden Bauteils eindriickt und die elektri- 
sche Verbindung hersielll. Ahnliche Technikeh werden auch 
in der WO 96/24944 und der EP 0 094 716 beschrieben. Ein 
groBer Vorteil dieser Techniken besteht darin. daB keine zu- 
10 satziichen Verbindung stechniken, wie beispielsweise Leit- 
kleben, Loten, SchweiBen oder dergleichen erforderlich 
sind. 

Die Technologie ist jedoch, wie bereits oben erwahnt, an 
sich auf den Einsatz bei Flip-Chips beschrankt bei denen 
15 das eine elektrische Bauteil direkt auf das andere Bauteil 
aufgesetzt wird. Es ist daher erforderlich, daB das Chipmo- 
dul bzw. der Modultrager auch auf der Seite, auf der sich der 
Chip befindet, Kontaktflachen aufweist, die dann beim Ein- 
bringen des Chipmoduls in den Chipkartenkorper iiber Ball 
20 Bumps oder dergleichen mil dem Interfacebauelement ver- 
bunden werden. Zur Herslellung solcher Chipmodule wird 
daher als A usgangs material ein sogenanntes doppelseitiges 
Modullragerband verwendet, welches beidseitig Kontaktfla- 
chen aufweist. Selbstverstandlich muB auch dafiir gesorgt 
25 werden, daB die Konlaktflachen auf der bauleilseiligen 
Oberflache des Modultragers mit den auBenseitigen Kontak- 
flachen bzw. mit dem Chip verbunden werden. 

Aus der intern ationalen Patentanmeldung 
WO 99/06949 Al ist eine Chipkarte fur die kontaktlose Da- 
30 ten und/oder Energieiibertragung bekannt, bei der das Chip- 
modul innerhalb der VerguBmasse im Bereich der An- 
schluBkontakfflachen einen Hohlraum aufweist, der mit 
elektrisch leitfahigen Material gefullt ist. Der mil elektrisch 
lei ten dem Material gefullte Hohlraum dient zur Kont aktie- 
35 rung der Kontaktflachen mil einer SpulenanschluBflache, 
die sich im Boden der Aussparung einer Chipkarte befindet. 

Aus der deutschen Patentschrift DE 196 37 306 CI ist 
eine Chipkarte bzw. ein Modul fur eine Chipkarte, welche 
fur den kontaktbehafteten und kontaktlosen Datenauslausch 
40 geeignet ist bekannt, bei der die Tragerschicht des Moduls 
eine Durchbrechung aufweist, welche mit leitfahigen Mate- 
rial gefullt, werden kann, um die auBeren Kontaktflachen 
mit Kontaktflachen auf der Modulunterseite zu verbinden, 
wobei die Kontaktflachen der Modulunterseite zur Verbin- 
45 dung mit. AnschluBflachen fiir eine Spule im Bereich der 
Schulter der Aussparung einer Chipkarte vorgesehen sind. 

Es stellt sich die Aufgabe, eine kostengunstige Alterna- 
tive zu diesem bekannten Stand der Technik zu schaffen. 
Diese Aufgabe wird durch ein Chipmodul und eine Chip- 
50 karte mil einem entsprechenden Chipmodul gernaB den ne- 
bengeordneten Patentanspriichen gelost. Das erfindungsge- 
maBe Chipmodul bzw. die Chipkarte sind durch Verfahren 
gemaB den nebengeordneten Verfahrensanspruchen herslell- 
bar. 

55 Die Grundidee der Ertindung besteht darin, daB auf der 
das Bauteil aufweisenden Seite des Modultragers des Chip- 
moduls mindestens eine Kontaktbrucke angeordnet ist, wel- 
che an ihren beiden Enden durch Durchbrechungen im Mo- 
dultrager hindurch mit der auBenseitigen Kontaklflache ver- 
60 bunden isL Uber die Kontaktbrucke kann dann beim Einset- 
zen des Chipmoduls in den Chipkartenkorper ein Kontakt 
zwischen den Kontaktflachen auf der AuBenseite des Chip- 
moduls und den Kontakten des Interfacebauelements herge- 
stellt werden. Es ist bei dieser Verbindungslosung folglich 
65 kcin doppelseitiges Moduli ragcrband erforderlich sondem 
es kann ein kostengunstigeres Modullragerband verwendet 
werden, wie es auch fur die Herslellung von einfachen Chip- 
karten verwendet wird, die nur fiir einen Datenauslausch 
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Liber Kontakifiachen vorgcschcn sind. Da die Vcrbindungs- 
stcllcn der Konlaktbrucken mil. den Kontakifiachen sich in- 
nerhalb der Durchbrechungen dcs Modultragers befinden, 
sind diese Verbindungsstellen zudern durch den Modultra- 
ger geschutzt, so daB sie beim Implantieren des Chipmoduls 5 
in den Chipkartenkorper nichl belastet oder abgerissen wcr- 
den. 

Die Konlaktbrucken konnen prinzipiell aus jedem belie- 
bigen elektrisch leitenden Material bestehen. Vorzugs weise 
handelt es sich jedoch um Bonddraht wobei unter Bonddraht 10 
in dieseni Sinne ein Draht, bei spiels weise ein feiner Gold- 
drahu zu verstehen ist, der zuin Bonden mit den herkommli- 
chen Verfahren und Einricht ungen geeignet ist. 

Um die Funktionssicherheit zu erhohen, werden vorteil- 
hafterweise mindeslens zwei Brucken zueinander parallel 15 
gebondet, so daB bezuglich der Kontaklierung eine Redun- 
danz vorliegt. 

Bei cincm besondcrs bcvorzugtcn Ausfiihrungsbcispicl 
wird vordem Herstellen der Konlaktbrucken auf die bautcil- 
seitige Oberflache des Modultragers eine Kleberschicht auf- 20 
gebracht, welche an den Durchbrechungen des Modultra- 
gers entsprechende Aussparungen fur die Enden der Kon- 
laktbrucke aufweist .. Die Kleberschicht ist vorzugsweise ein 
Kleberfilm, beispielsweise ein Thermokleber oder derglei- 
chen, der auf den ModulLriiger aunaminieri wird. Die Aus- 25 
sparungen konnen beispielsweise vor dem Aufbringen auf 
den Modultrager durch Ausstanzen in den Kleberfilm einge- 
brachl werden. 

Ein derartiges Chipniodul Weist den Vorteil auf, daB die 
Kontaktbrucken beim Implantieren in den Chipkartenkorper 30 
durch die Kleberschicht schonend gepolstert werden. Die 
Verbindungsstelle zwischen den Kontaktbrukken und den 
Konlakten des Inter facebauelenieiits wird durch die Kleber- 
schicht gegen dynamische Beanspruchung gut abgesichert. 
Weiterhin wird die Druckbelastung auf die Kontakte beim 35 
Implantieren durch den Kleber "eingefroren". Dies fuhrt zu 
einem stabilen und niedrigen Kontaktwiderstand. 

Vorteilhafter weise weist die Kleberschicht auBerdem eine 
Aussparung fur den Chip auf. Der Chip wird dann erst nach 
dem Aufbringen der Kleberschicht auf bekannte Weise mil 40 
einer VerguBmasse vergossen, wobei der Rand der Ausspa- 
rung als VerguBrand dient und so auf einfache Weise ein 
sauberer AbschluR der VerguBmasse erreicht wird. 

Ebenso konnen zum Schutz der Verbindungsstellen der 
Kontaktbrucken nut der Kontaktflache diese lokal mil einer 45 
VerguBmasse vergossen werden, indem beispielsweise die 
Durchbrechungen des Modultragers mil VerguBmasse auf- 
gefullt werden. Hierdurch wird die Stabilitat der Verbin- 
dungsstellen erhoht. 

Die Chipmodule werden dann wie ublich in eine entspre- 50 
chend geformte Ausnehniung in einem Chipkartenkorper 
eingesetzt, wobei die Kontaktbrucken am Chipniodul auto- 
matisch die Kontakte des Bauelements im Chipkartenkorper 
beaufschlagen. Bei Verwendung der zuvor beschriebenen 
Kleberschicht wird diese dazu benutzt, das Chipniodul in 55 
den Chipkartenkorper einzukleben. 

Die Erfindung findet ihren Einsatz vorwiegend bei Dual- 
Interlace- Karten, wobei das Bauelement im Chipkartenkor- 
per ein Interfacebauelement zur kontaktlosen Datenubertra- 
gung ist. Sie ist selbstvcrstandlich aber nicht auf diese An- 60 
wendung beschrankl. Bei dem Bauelement im Chipkarten- 
korper kann es sich auch um belicbige andere Baucleniente 
handeln, beispielsweise um Kontakte, die zu einem weiteren 
Chip bzw. Chipniodul fiihren. 

Die Erfindung wird nachfolgcnd anhand von Ausfiih- 65 
rungsbeispielen unter Hinwcis auf die beigefiigten Zcich- 
nungen naher erlauleri. Es stcllen dar: 

Fig. 1 einen Schnitt durch ein Chipniodul geniaB einem 



erstcn Ausfuhrungsbeispicl beim Einsetzcn in einen Chip- 
kaitenkorper (nur tcilweise dargestellt), 

Fig. 2 einen Schnitt durch ein Chipmodul gemaB einem 
zweiten Ausfiihrungsbeispiel. 

Fig. 3 einen Schnitt durch ein Chipmodul gemaB einem 
dritten Ausfuhrungsbeispicl, 

Fig. 4 eine schematische Draufsicht auf einen Ausschnitt 
eines Chipmodul gemaB Fig, 1 mil zwei parallelen Kontakt- 
brucken von der Bauteilseite aus gesehen. 

Wie in den Figuren gezeigt, bestehl das erfindungsge- 
maBe Chipmodul 1 aus einem Modultrager 2, auf dem sich 
auf der einen Seite, der spateren AuBenseite, die elektri- 
schen Kontaktflachen 3 befinden. Auf der den Kontakifia- 
chen 3 gegenuberliegenden Innenseite des Chipmoduls ist 
das elektrische Bauteil 4, das heiBt der Chip 4, angeordnet. 

In dem Modultrager 2 befinden sich benachbart zum Chip 
4 Durchbrechungen 5. Mil Bonddrahten 6 sind die Kontakte 
dcs Chips 4 mil den Kontaktflachen 3 dcs Chipmoduls vcr- 
bunden. Wie bei einem herkommlichen Chipmodul ist der 
Chip 4 gemeinsam mil den Bonddrahten 6 in einer VerguB- 
masse 7 fest eingegossen, so daB der Chip 4 und die Bond- 
driihte 6 geschutzt sind. 

Neben den Durchbrechungen 5 fur die Bonddrahte 6 zwi- 
schen dem Chip 4 und den Kontaktflachen 3 befinden sich 
im Chipmodul 1 weitere Durchbrechungen 11, die von der 
den Chip 4 aufweisenden Seite des Modultragers 2 bis zu 
den Kontaktflachen 3 fiihren. Zwischen zwei Durchbre- 
chungen 11 sind jewcils Kontaktbrucken 10 aus Bonddraht 
gezogen. Diese Kontaktbrucken 10 sind in den beiden 
Durchbrechungen 11 an ihren Enden 12, 13 mil den bekann- 
ten Bondingmethoden an der jeweiligen Kontaktflache 3 be- 
festigt. Die Kontaktbrucken 10 bilden folglich auf der den 
Chip 4 aufweisenden Innenseite des Modultragers 2 jeweils 
einen offen liegenden Kontakt zu der entsprechenden Kon- 
taktflache 3 auf der AuBenseite des Modultragers 2. 

Die Modultrager 2 werden ublicherweise aus einem ferlig 
konfektionierten Modultriigerband hergestellt. Auf dieses 
Modultragerband werden die Chips 4 aufgesetzt und dann 
mit den Kontaktflachen 3 gebondet. Die Erzeugung der 
Kontaktbrucken 10 ist mit den gleichen Geraten und den 
gleichen Verfahren wie das Bonden zwischen dem Chip 4 
und den Kontaktflachen 3 moglich. Die Herstellung eines 
erfindiingsgemaBen Chipmoduls 1 erfordert folglich ledig- 
lich einen weiteren Verfahrensschritt, bei dem die Kontakt- 
brucken 10 gebondet werden. Das Herstellen der Durchbre- 
chungen 11 fur die Kontaktbrucken 10 kann in einem Ar- 
beitsgang mit der Herstellung der Durchbrechung 5 fur die 
Bonddrahte 6 zwischen dem Chip 4 und den Kontaktflachen 
3 erfolgen. Der Mehraufwand bei der Herstellung solcher 
Chipmodule 1 gegen iiber herkommlichen Chipmodulen ist 
daher gering. 

Die fertig;en Chipmodule 1 werden dann in entsprechende 
Aussparungen 23 im Chipkartenkorper 20 eingesetzt. Die 
Aussparung 23 besteht hierbei aus einem ersten Abschnitt 
24, weicher an die AuBenmaBe des Modultragers 2 angepaBt 
ist, so daB der Modultrager 2 bundig mit der Oberflache des 
Chipkartenkorpers 20 in die Aussparung 23 eingelegt wer- 
den kann. In der Mitte dieses ersten Aussparungsabschnitts 
23 befindet sich ein weiterer Abschnitt 25 in Form einer 
toplartigen Vertiefung 25, in welche der mil der VerguB- 
masse 7 umhullte Chip 4 hineinpaBt. 

Neben dem toplartigen tieferen Abschnitt 25 befinden 
sich an der Grundflache des breitercn obcren Abschnitts 24 
der Aussparung 23 offene Kontakte 22 eines im Chipkarten- 
korpers 20 angeordnctcn Bauclcmcnts 21, hicr cincr Antcn- 
nenspule 21. 

Die Kontakte 22 in der Aussparung 24 bzw. die Kontakt- 
brucken 10 am Chipmodul 1 sind so ausgerichtel, daB beim 
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Einsclzen des Chipmoduls 1 in die Aussparung 23 des Chip- 
kartenkorpers 20 die Kontaktbriicken 10 die zugehorigen 
Kontakte 22 kontaklieren. Auf diese Weise wird zwischen 
den Konlaktflachen 3 und den Koniaklen 22 der Antennen- 
spule 21 ein Kontakt hergesielll. Uber die Bonddrahte 6 ist 5 
damit auch die Antennenspule 21 mil dem Chip 4 verbun- 
den. 

Urn eine hone Funktionssicherheit zu gewahrleisien, sind 
fur jede Kontaktflache 3 mindestens zwei Kontaktbriicken 
10 parallel zueinander geschaltet. Wie in Fig. 4 zu sehen ist, 10 
werden hierbei jeweils die beiden Enden 12, 13 einer Kon- 
taktbrucke 10 mil unlerschiedlichen Bondinginethoden mil 
der Kontaktflache 3 verbunden, wobei auBerdem darauf ge- 
achtel. wird, daB die jeweils zueinander benachbart angeord- 
neten Enden 12, 13 der parallelen Kontaktbriicken 10 eben- 15 
falls mit den unlerschiedlichen Bondingmethoden mil der 
Kontaklflache 3 verbunden sind. Mit anderen Worten wer- 
den die beiden parallelen Kontaktbriicken 10 so mit der 
Kontaktflache 3 verbunden, daB jeweils die tiber Kreuz lie- 
genden Enden 12 mit einem Bonding verfahren, beispiels- 20 
weise einem "Bair-Verfahren, und die beiden anderen En- 
den 13 jeweils mit einem anderen Bonding verfahren, bei- 
spielsweise einem "Wedge" -Verfahren, befestigt werden. 
Durch diese redundante Anordnung der Kontaktbriicken 10 
ist eine hochsliiiGgliche Kontakt sicherheil gewahrleislel. 25 

Fig. 2 zeigt ein alternatives Ausfiihrungsbei spiel des er- 
findungsgemaBen Chipmoduls 1. Hierbei wurde neben den 
Aussparungen 5 fur die Bonddrahte 6 zwischen dem Chip 4 
und den Konlaktflachen 3 lediglich eine weitere Durchbre- 
chung 11 pro Kontaktbrucke 10 in den Modultrager 2 einge- 30 
bracht. Die Kontaktbriicken 10 wurden dann zwischen den 
Durchbrechungen 5 und den weiteren auBeren Durchbre- 
chungen 11 gezogen. Es wird somit eine Bondstelle einge- 
spart. Beim Ziehen der Bonddrahte 6 kann von dem Bon- 
dinggerat in einem zusammenhangenden Arbeitsgang auch 35 
die jeweilige Kontaktbrucke 10 gezogen werden. 

Weitere zusatzliche Vorteile bietet das Ausfuhrungsbei- 
spiel gemaB Fig. 3. Hierbei wird vor dem Bonden der Kon- 
taktbriicken 10 auf die Innenseite des Modultragers 2 ein 
Kleberflim 15 auflaminiert. Dieser KLeberfilm 15 ist im Be- 40 
reich der Durchbrechungen 11 des Modultragers 2 sowie im 
Bereich des Chips 4 ausgesianzt. Beim VergieBen des Chips 
4 mit der VerguBinasse 7 kann daher der Rand 17 der Aus- 
sparung 16 des Kleberfilms 15 urn den Chip 4 als VerguB- 
rand benulzt werden. so daB hier automatisch eine Begren- 45 
zung fur die VerguBmasse 7 vorliegt. Mi tie Is des Kleber- 
films 15 wird dann das Chipmodul 1 in den Chipkartenkor- 
per 20 eingeklebt. Bei dem Kleberflim 15 kann es sich bei- 
spiels weise urn einen Thermokleber handeln, der unter der 
entsprechenden Temperat ur aushartet. 50 

Durch den Kleberfilm 15 werden die Kontaktbriicken 10 
beim Implantieren schonend gepolstert. In der fertigen 
Chipkarte werden die Kontaktbriicken bzw. die Kontakte 
der Antennenspule 21 durch den Kleberfilm 15 gegen dyna- 
mische Beanspruchung abgesichert. Zudem wird die Druck- 55 
belastung auf die Kontakte 22 beim Implantieren durch den 
Kleber fixierU wodurch ein stabiler und niedriger Kontakt- 
widerstand gewahrleistet ist. 

Bei einem nicht dargestellten Ausfiihrungsbeispiel wer- 
den die Verbindungsslellen der Kontaktbriicken 10 mit den 60 
Konlaktflachen 3 lokal mit einem Harz umgossen, das heiBt 
die Durchbrechungen 11 im Modultrager 2 werden mit einer 
VerguBmasse aufgefiillt. Hierdurch wird die Sicherheit der 
Kontaktierung beim Einbau des Chipmoduls 1 in den Chip- 
kartenkorper 20 crhoht .. 65 

Es ist oflensichllich, daB die vorliegcnde Erfindung, ab- 
weichend von der vorliegenden Beschreibung, prinzipiell 
auch fiirChipkarten verwendet werden kann, die ausschlieB- 
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lich kontaktlos arbciten, d. h. als Inicrfaccbauelcmeni ledig- 
lich eine eingebettele Anlenne aufweisen. 

Palentanspriiche 

1. Chipmodul (1) mil einem Modultrager (2) mit min- 
destens einer elektrischen Kontaktflache (3) auf einer 
Seite des Modultragers (2) und mindestens einem elek- 
trischen Bauteil (4) auf der gegenuberliegenden Seue 
des Modultragers (2) und mit Durchbrechungen (5) fur 
die Kontaktierung (6) der Kontaktflache (3) und des 
Bauteils (4), dadurch gekennzeichnet. daB auf der das 
Bauteil (4) aufweisenden Seite des Modultragers (2) 
mindestens eine Kontaktbrucke (10) angeordnet ist, 
welche an ihren beiden Enden (12, 13) durch Durch- 
brechungen (11) im Modultrager (2) hindurch mit der 
Kontaktflache (3) verbunden ist. 

2. Chipmodul nach An sprue h 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB die Kontaktbrucke (10) aus Bonddraht besteht. 

3. Chipmodul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB eines der Enden (12, 13) der Kon- 
taktbrucke (10) durch eine Durchbrechung (5) fur die 
Kontaktierung (6) der Kontaktflache (3) mit dem Bau- 
teil (4) durchgefuhrt ist. 

4. Chipmodul nach einem der Anspruche 1 bis 3, ge- 
kennzeichnet durch mindestens zwei parallel zueinan- 
der mit der Kontaktflache (3) verbundene Kontaktbriik- 
ken (10). 

5. Chipmodul nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die beiden Enden (12, 13) 
der Kontaktbrucke(n) (10) mittels unterschiedlicher 
Bondingmethoden mil der Kontaktflache (3) verbun- 
den sind. 

6. Chipmodul nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die jeweils zueinander benachbart 
angeordneten Enden (12, 13) paralleler Kontaktbriik- 
ken (10) mittels unterschiedlicher Bondingmethoden 
mit der Kontaktflache (3) verbunden sind. 

7. Chipmodul nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Modultrager (2) eine 
sich zwischen dem Modultrager (2) und der/den Kon- 
taktbrucke^) (10) auf der bauteilseitigen Oberflache 
erstreckende Kleberschicht (15) aufweist, welche an 
den Durchbrechungen (11) des Modultragers (2) Aus- 
sparungen (18) fur den Durchtritt der Kontaktbrucke(n) 
(lO)aufweist. 

8. Chipmodul nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Verbindungsstellen der 
Kontaktbriicke(n) (10) mit der Kontaktflache (3) von 
einer VerguBinasse umgeben sind. 

9. Chipkarte mit mindestens einem Chipmodul (1) mil 
mindestens einer elektrischen Kontaktflache (3), die 
mit einem Bauelement (21) im Chipkartenkorper (20) 
verbunden ist, gekennzeichnet durch ein Chipmodul 
(1) nach einem der Anspriiche 1 bis 8, wobei minde- 
stens eine Kontaktbrucke (10) die elektrische Kontakt- 
flache (3) mit dem Bauelement (21) im Chipkartenkor- 
per (20) verbindet . 

10. Chipkarte nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Chipkarte eine Dual-Interface-Karte und 
das Bauelement (21) im Chipkartenkorper (20) ein In- 
terfacebauelement (21) zur kontaktlosen Dateniibertra- 
gung ist. 

11. Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls (1), 
bei dem cin Modultrager (2) auf einer Seite mil minde- 
stens einer elektrischen Kontaktflache (3), auf der ge- 
genuberliegenden Seite mit mindestens einem elektri- 
schen Bauteil (4) und mit Durchbrechungen (5) fur die 
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Kontaktierung (6) der Koniaktflache (3) und des Bau- 
teils (4) vcrsehen wird, dadurch gekennzeichnet, daB 
auf der das Bauleil (4) aufweisenden Seite dcs Modul- 
Iragcrs (2) mindestens eine Kontaktbrucke (10) ange- 
ordnel wird, welche an ihren bciden Enden (12, 13) 
durch im Moduliragcr (2) eingebrachlc Durchbrechun- 
gen (11) hindurch mil der Kontaktflache (3) verbunden 
wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Kontaktbrucke (10) aus Draht gebon- 
det wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12. dadurch ge- 
kennzeichnel, daB eines der Enden (12, 13) der Kon- 
taktbrucke (10) durch eine Durchbrechung (5) fiir die 
Kontaktierung (6) der Koniaktflache (3) mil dem Bau- 
leil (4) durchgefuhrt wird. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 1 bis 1 3, da- 
durch gekennzeichnet daB mindestens zwci Kontakl- 
brucken (10) parallel zueinander mil der jeweiligen 
Koniaktflache (3) verbunden werden. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 1 1 bis 14, da- 
durch gekennzeichnet, daB die beiden Enden (12, 13) 
der Konlaktbrucke(n) (10) mittels unlerschiedlicher 
Bondingmethoden mil der Kontaklflache (3) verbun- 
den werden. 

16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch ge- 
kennzeichnel, daB die jeweils zueinander benachbart 
angeordneten Enden (12, 13) paralleier Kontaktbruk- 
ken (10) mittels unlerschiedlicher Bondingmethoden 
milder Kontaklflache (3) verbunden werden. 

1 7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 1 bis 16, da- 
durch gekennzeichnet, daB auf den Modultrager (2) auf 
der bauleil seitigen Oberflache vor dem Herstellen der 
Kontaktbrucke(n) (10) eine Kleberschichl (15) aufge- 
braeht wird, welche an den Durchbrechungen (11) des 
Modultragers (2) Aussparungen (18) fur den Durchtriti 
der Kontaktbrucke(n) (10) aufweist. 

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Kleberschichl (15) eine Aussparung 
(16) fur das Bauleil (4) aufweist und das Bauleil (4) 40 
nach dem Aufbringen der Kleberschichl (15) mil einer 
VerguBmasse (7) vergossen wird. 

1 9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 1 bis 18, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Verbindungsstellen der 
Kontaktbrucke(n) (10) mil der Kontaktflache (3) mil 
einer VerguBmasse vergossen werden. 

20. Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte, bei 
dem in einen Chipkartenkorper (20) ein Chipmodul (1) 
eingebracht wird, und dabei mindestens eine Koniakt- 
flache (3) des Chipmoduls (1) mil mindestens einem 
Bauelement (21) in dem Chipkartenkorper (20) elek- 
trisch verbunden wird, dadurch gekennzeichnet, daB in 
den Chipkartenkorper (20) ein nach einem Verfahren 
gemaB einem der Anspruche 11 bis 19 hergestelltes 
Chipmodul (1 ) eingebracht wird, und dabei die Verbin- 
dung zwischen der Kontaktflache (3) des Chipmoduls 
(1) mil dem Bauelement (21) im Chipkartenkorper (20) 
mittels der Kontaktbrucke(n) (10) des Chipmoduls (1) 
erfolgt. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Chipmodul (1) mil einer Kleber- 
schichl (15) in eine Aussparung (23) des Chipkarten- 
korpers (20) eingeklebl wird. 

22. Verfahren nach Anspruch 20 oder 21, dadurch ge- 
kennzeichnel, daB die Chipkarte cine Dual-Intcrfacc- 
Karte ist und in den Chipkartenkorper (20) ein Inlerfa- 
cebauelement (21) zur konlaktloscn Dalenubertragung 
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